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(57)【要約】
　本発明は、照明装置で使用するためのプラスチック構成要素に関し、プラスチック構成
要素は、脂肪族ジアミンとジカルボン酸とから誘導される繰り返し単位を含んでなる半芳
香族ポリアミド（Ｘ）を含んでなり、（ａ）脂肪族ジアミンは２～５個のＣ原子を有する
１０～７０モル％の短鎖脂肪族ジアミンと、少なくとも６個のＣ原子を有する３０～９０
モル％の長鎖脂肪族ジアミンとの混合物からなり、（ｂ）ジカルボン酸は５～６５モル％
の脂肪族ジカルボン酸および任意にテレフタル酸以外の芳香族ジカルボン酸と、３５～９
５モル％のテレフタル酸との混合物からなり、（ｃ）テレフタル酸と長鎖脂肪族ジアミン
とを合わせたモル量は、ジカルボン酸およびジアミンの総モル量に対して少なくとも６０
モル％である。本発明はまた、前記プラスチック構成要素を作るのに使用できる、１００
ｐｂｗの半芳香族ポリアミド（Ｘ）と１～２５０ｐｂｗの無機材料を含んでなるポリマー
組成物に関する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１００ｐｂｗの半芳香族ポリアミド（Ｘ）および１～２５０ｐｂｗの無機材料を含んで
なり、前記半芳香族ポリアミドＸが脂肪族ジアミンとジカルボン酸とから誘導される繰り
返し単位を含んでなり、
　（ａ）前記ジカルボン酸（Ａ）が５～６５モル％の脂肪族ジカルボン酸および任意にテ
レフタル酸以外の芳香族ジカルボン酸（Ａ１）と、３５～９５モル％のテレフタル酸（Ａ
２）との混合物からなり、
　（ｂ）前記脂肪族ジアミン（Ｂ）が２～５個のＣ原子を有する１０～７０モル％の短鎖
脂肪族ジアミン（Ｂ１）と、少なくとも６個のＣ原子を有する３０～９０モル％の長鎖脂
肪族ジアミン（Ｂ２）との混合物からなり、
　（ｃ）前記テレフタル酸（Ａ２）と前記長鎖脂肪族ジアミン（Ｂ２）とを合わせたモル
量が、前記ジカルボン酸およびジアミンの総モル量に対して少なくとも６０モル％である
、
ポリマー組成物。
【請求項２】
　前記無機材料が（ａ）光反射材料（化合物Ｃ）および／または（ｂ）熱伝導材料（化合
物Ｄ）を含んでなる、請求項１に記載のポリマー組成物。
【請求項３】
　前記無機材料が、酸化チタン（ＴｉＯ２）、炭酸カルシウム、硫酸バリウム、珪灰石、
チタン酸カリウム、無機粘土からなる群から選択される化合物Ｃ、および／または酸化ア
ルミニウム、窒化アルミニウム、窒化ホウ素、炭化ホウ素、フッ化カルシウム、および黒
鉛からなる群から選択される化合物Ｄを含んでなる、請求項に１または２に記載のポリマ
ー組成物。
【請求項４】
　前記ポリアミド組成物が少なくとも５０％の光反射率、および／または少なくとも１Ｗ
／ｍＫの熱伝導性を有する、請求項２に記載のポリマー組成物。
【請求項５】
　前記ポリマー組成物が、
　（Ｉ）２０～９５重量％の半芳香族ポリアミドＸ、および
　（ＩＩ）０．６～６０重量％の光反射材料（化合物Ｃ）および／または熱伝導材料（化
合物Ｄ）、および任意に
　（ＩＩＩ）繊維強化材および／または無機賦形剤（化合物Ｅ）、難燃剤（化合物Ｆ）、
その他の化合物以外のポリマー（化合物Ｇ）、または１つ以上のその他の添加剤（化合物
Ｈ）、またはそれらの任意の組み合わせ
を含んでなり、重量％が組成物総重量に対するものである、請求項の１～５いずれか一項
に記載のポリマー組成物。
【請求項６】
　請求項１に記載の半芳香族ポリアミドＸを含んでなる、照明装置のための構成要素。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか一項に記載のポリマー組成物を含んでなる、請求項６に記載の
構成要素。
【請求項８】
　構成要素が、ＰＬＣＣ　ＬＥＤ反射器ハウジング、周波数帯変換器、ＬＥＤ光源の一次
または二次光学系、ランプベース、ＬＥＤ基盤、ランプ取り付け要素、反射器プレート、
自動車照明装置の反射器、およびヒートシンクからなる群から選択される、請求項６また
は７に記載の構成要素。
【請求項９】
　ＬＥＤアセンブリーを製造するための組み立て方法であって、チップまたはダイを共融
材料層によって導電性リード線に接合するために共晶接合するステップを含んでなり、少
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なくとも２８０℃のピーク温度が加えられる、チップ／ダイと、導電性リード線を含んで
なる導電性リード線システムと、請求項６～８のいずれか一項に記載のプラスチック構成
要素とを含んでなる、組み立て方法。
【請求項１０】
　電子システムを製造するための表面実装方法であって、導電性リードをハンダ付け組成
物層によってリードフレームに接合するためにリフローハンダ付けするステップを含んで
なり、少なくとも２６０℃のピーク温度が加えられる、導電性リード線と請求項６～８の
いずれか一項に記載のプラスチック構成要素とを含んでなるＬＥＤアセンブリーをリード
フレームを有する基盤上に取り付けるステップを含んでなる、表面実装方法。
【請求項１１】
　請求項９または１０に記載の方法の１つ、またはその組み合わせによって得られる電子
システム。
【請求項１２】
　請求項６～８のいずれか一項に記載のプラスチック構成要素を含んでなる照明装置。
【請求項１３】
　請求項１０または１１に記載の方法またはその組み合わせによって得られるＬＥＤ照明
装置である、請求項１２に記載の照明装置。
【請求項１４】
　接点、スイッチ、リレー、プリント配線板を含んでなる、電子構成要素のための成形品
を生産するため、またはヒートシンク、ギアおよびカムなどのスライディング構成要素、
空気取入れ口マニホルドなどの自動車構成要素を生産するための請求項１～５のいずれか
一項に記載のポリマー組成物の使用。
【発明の詳細な説明】
【発明の詳細な説明】
【０００１】
　本発明は、照明装置で使用するためのプラスチック構成要素に関する。より具体的には
本発明は、ＬＥＤ（発光ダイオード）の反射器ハウジングやエネルギー節約型ランプのラ
ンプベースなどの光源の不可分の一部を形成するプラスチック構成要素に関し、ならびに
バックライトシステム中の反射器プレートおよび自動車用ライトの反射器、プラスチック
取り付け基盤、ヒートシンク、および光源または照明電機子に取り付けられまたは固定さ
れるその他のプラスチック構成要素などの照明電機子の不可分の一部を形成するプラスチ
ック構成要素に関する。
【０００２】
　本発明はまた、前記プラスチック構成要素を作成するのに使用できるポリマー組成物に
関する。より具体的には本発明は、テレフタル酸と脂肪族ジアミンとから誘導できる繰り
返し単位を含んでなる半芳香族ポリアミドを含んでなるポリマー組成物に関し、そのポリ
マー組成物は表面実装工程における改善された耐熱性を提供する。
【０００３】
　発光ダイオード（ＬＥＤ）は、明るい照明が望ましい多様な電子工学用途で広く使用さ
れる。これらの用途において、ＬＥＤは、その照明特性が改善されて望ましい様式で方向
づけられるように、典型的に基盤に取り付けられて、光反射表面内にまたはそれに沿って
配置される。電流によって発生する熱を散逸させるために、ＬＥＤまたはそれにＬＥＤが
取り付けられる基盤は、通常、吸熱または熱散逸装置にもまた取り付けられる。最近にな
ってようやく開発された、青色チップを使用する白色光の追加は、赤色および緑色発光ダ
イオードを組み込んだ以前の用途と同程度まで、ＬＥＤの拡大された役割と可能な用途に
大幅に貢献した。しかしこのような照明用途に関連して使用される材料は、典型的にカプ
セル封入材料の不良接着特性、従来の材料に付随する望ましくない水分吸収、不良熱特性
、熱酸化、不良ＵＶ抵抗性、ハンダ付け用途における膨れなどに概して起因する、要求の
厳しい課題に直面する。
【０００４】
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　ＬＣＰおよびポリアミドを含んでなるポリマー組成物、特に半芳香族ポリアミドは、照
明装置に付随するプラスチックＰＬＣＣ（プラスチック・リーデッド・チップキャリア）
の構成要素に広く使用される。これらの用途の多くは、プラスチック構成要素が、発熱す
る光源の近傍にあるか、またはそれと接することを必要とする。特にＬＥＤ中では、供給
電流のためにＬＥＤチップのＰ－Ｎ接合部（ダイオードのｎ領域とｐ領域間の接合部）で
発生する熱が懸案事項である。それとは別に、このような照明装置で使用される多数の構
成要素は、リフローハンダ付けステップを含んでなる表面実装技術（ＳＭＴ）などの熱処
理ステップを含んでなる工程によって取り付けられる。ポリアミドはこのような工程中に
膨れを示す傾向がある。さらに重量を低下させるため、そして小型化の理由から構成要素
はずっと小さな厚みを有さねばならず、材料が良好な成形性を有すること、すなわち成形
操作において良好な流動性を有し、それと同時に成形プラスチック構成要素のための良好
な機械的特性がもたらされることが必須となる。必要とされる機械的特性を得るために、
ポリマー組成物は多量の強化材を含んでなることが必要な場合がある。熱源からの熱を散
逸させるための熱伝導性などのその他の要件に適合するため、および／または光源からの
光を反射するために、ポリマー組成物は、多量の熱伝導材料および／または光反射材料を
含んでなることが必要な場合がある。このような多量の強化材、熱伝導材料および／また
は光反射材料が存在する一方で、優れた成形性は保持されるべきである。構成要素のほと
んどは高精度部品であり、小型化がそれを際立たせる。
【０００５】
　さらにＬＥＤアセンブリーは、チップまたはダイは別として、一般に様々な導体素子な
らびに電気絶縁素子からなる、多数の構成要素を含んでなる。さらにＬＥＤが適切に機能
するために、ｎ領域に接続する全ての導体素子の間、ならびにｐ領域に接続する導体素子
の間には固体導電接点がなくてはならない。２つの素子間の固体導電接点が存在しなくて
はならない移行部としては、ｎ領域またはｐ領域と使用される接合線材との間、接合線材
と使用されるリードフレームの導電性リード線との間、および／または適用される場合は
ｎ領域またはｐ領域のどちらかとダイ付着層との間の接点が挙げられる。
【０００６】
　したがって本明細書でさらにＬＥＤアセンブリー工程と称される、このようなＬＥＤア
センブリーの生産のために応用される方法は、次のステップの全てか、そうでなければそ
の異なる組み合わせを含む、導電接点を作るためのいくつかの連続的ステップを含んでな
る。接合線材とｎ領域および／またはｐ領域とを接合するステップ、接合線材とリードフ
レームの導電性リード線とを接合するステップ（ワイヤボンディングと称される）、およ
び／またはｎ領域またはｐ領域のどちらかとリードフレームの導電性リード線の１つとの
間にダイ付着層を塗布するステップ（この工程はダイボンディングと称される）。
【０００７】
　したがって例えば特願ＪＰ２００７０１１２７６５号公報で言及されるような連続的取
り付けステップが応用される。チップとリードフレームの間に導電接点を作るためのワイ
ヤボンディングは一般に超音波溶接によって行われ、例えば金―金超音波接合によって行
われる。欧州特許出願公開第１５２４７０５－Ａ２号明細書で言及されるように、ワイヤ
ボンディングは複雑な工程であり、その間にＬＥＤが偶発的に損傷し得る。最近では、チ
ップを接合するステップを含む取り付け技術が応用される。このような工程では、接合は
例えば銀エポキシハンダを使用した熱リフロー工程によって達成されてもよい。２７０℃
以下のダイ付着工程温度のために設計された接点金属化（例えばＣｒｅｅ　Ｏｐｔｏｅｌ
ｅｃｔｒｏｎｉｃｓによる）が、リードフレーム基盤中でプラスチック材料を利用する表
面実装パッケージを可能にすることから、スズ合金もまた推奨されている。より最近では
、チップ接合ステップのための共晶接合に向かう傾向がある。その例については、欧州特
許出願公開第１５２４７０５－Ａ２号明細書および米国特許公開第２００５／０１４０８
０８１－Ａ１号明細書で言及される。
【０００８】
　ＬＥＤシステム製造のためのアセンブリー工程の次に、基盤上に取り付けられたこのよ
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うなＬＥＤアセンブリーを含んでなる電気的および電子構成要素が取り付け工程によって
作られ、ＬＥＤの導電性リード線がＰＣＢ上に取り付けられる。この工程はハンダ付け工
程とも称される。例えば様々な用途で使用されるＰＣＢ（プリント回路基板）上に、ＬＥ
Ｄアセンブリー全体を取り付けることができる。ＰＣＢ上へのＬＥＤ取り付けには、典型
的にリフロー表面実装が使用される。
【０００９】
　従来このようなＳＭＴ工程では、鉛含有ハンダ組成物が使用されたのに対して、無鉛ハ
ンダ組成物に向かう傾向がある。無鉛ハンダ組成物のためには、より高い融解温度を有し
、リフローハンダ付け工程においてより高い温度を要するスズ、ビスマスなどの合金、お
よび／またはインジウムベースの合金が使用される。
【００１０】
　第１のステップまたは複数のステップ（ＬＥＤアセンブリーステップ）で使用されるハ
ンダまたは接合金属の接合完全性を保持するために、そこで使用されるハンダまたは金属
材料は、表面実装工程で使用されるハンダよりも高い融点を有さなくてはならない。共晶
接合工程のためには、米国特許公開第２００５／０１４０８０８１－Ａ１号明細書で言及
されるように、Ｓｉ、Ａｇ、およびＡｕ、さらにはＮｉ、Ｔｉ、およびＰｔなどのさらに
より高い融点の金属の合金が使用される。欧州特許出願公開第１５２４７０５－Ａ２号明
細書では、共晶接合ならびに金－金超音波接合が報告されている。共晶接合のために使用
される好ましい合金は、共融点２８０℃の８０％Ａｕと２０％Ｓｎとの共融金スズ合金で
ある。共融工程のためには、通常３１５～３２０℃前後のピークリフロー温度、２～３分
のピーク温度保圧時間、および約２０～３０分のサイクル時間の釣鐘型温度プロフィール
が適用される。これらの高加工温度における膨れの不在、および構成要素の寸法完全性の
保持は必須である。これらの工程で加えられる高温への構成要素の曝露は比較的短いかも
しれないが、ピーク温度および／または局部加熱は非常に高い場合があり、したがって多
くのプラスチック材料が破損する。
【００１１】
　国際公開第２００６／１３５８４２号パンフレットは、半芳香族ポリアミドを含んでな
るポリマー組成物を含んでなる発光ダイオードアセンブリーのためのプラスチック構成要
素について述べている。国際公開第２００６／１３５８４２号パンフレットの半芳香族ポ
リアミドは、５０～１００モル％のテレフタル酸を含んでなるジカルボン酸モノマーと、
１０～２０個の炭素原子を有する５０～１００モル％のジアミンを含んでなるジアミンモ
ノマーとから誘導される繰り返し単位を含んでなる。任意に存在する残りのプラスチック
構成要素は、テレフタル酸以外の芳香族酸である０～５０モル％のジカルボン酸と、およ
び／または４～２０個の炭素原子を有する脂肪族ジカルボン酸、および４～９個の炭素原
子を有する０～５０モル％のジアミンを含んでなる。製品は、例えばポリアミド－６およ
びポリアミド－６，６よりも改善された特性を有すると主張されている。しかし国際公開
第２００６／１３５８４２号パンフレットでは、ポリアミド－１０，Ｔ／１０，１２（９
０／１０モル比）であるこのようなポリマーの１つのみについて特に言及されており、そ
れがポリアミド－６Ｔ／６６およびポリアミド－９Ｔと比較されている。
【００１２】
　国際公開第２００６／１３５８４２号パンフレットでは、一般的に述べられている膨れ
試験で得られたポリアミド－１０，Ｔ／１０，１２の試験結果が、ポリアミド－６Ｔ／６
６（５５／４５モル比）およびポリアミド－９Ｔ（８５／１５モル比で９Ｔ／約８Ｔ）と
比較されている。ポリアミド－１０，Ｔ／１０，１２はポリアミド－６Ｔ／６６よりも良
い膨れ抵抗性を示したが、ポリアミド－９Ｔと同様であった。さらにこれらの材料は、機
械的特性を十分に保持しておらず、靭性不良のためにひび割れもしやすい。
【００１３】
　上述の要件と、小型化に向かう、および工程温度の上昇を伴うアセンブリーおよび取り
付け工程に向かう傾向とを勘案して、連続使用中および／または加工段階中のいずれかに
おいて、良好な成形性と機械的特性を保持しながら、抗耐熱性および低感湿性、および特
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に改善された膨れ抵抗性および寸法安定性などの改善された特性を有する、照明装置のた
めのプラスチック構成要素、およびその中で使用できる材料に対する必要性がある。
【００１４】
　したがって本発明の目的は、照明装置用のプラスチック構成要素と、その中で使用でき
る改善された膨れ抵抗性および／または寸法安定性を有する材料とを提供することである
。
【００１５】
　この目的は、本発明に従ったプラスチック構成要素によって達成され、プラスチック構
成要素は、半芳香族ポリアミドＸを含んでなるポリマー組成物を含んでなり、
　ａ．ジカルボン酸（Ａ）は５～６５モル％の脂肪族ジカルボン酸および任意にテレフタ
ル酸以外の芳香族ジカルボン酸（Ａ１）と、３５～９５モル％のテレフタル酸（Ａ２）と
の混合物からなり、
　ｂ．脂肪族ジアミン（Ｂ）は２～５個のＣ原子を有する１０～７０モル％の短鎖脂肪族
ジアミン（Ｂ１）と、少なくとも６個のＣ原子を有する３０～９０モル％の長鎖脂肪族ジ
アミン（Ｂ２）との混合物からなり、
　ｃ．テレフタル酸（Ａ２）と長鎖脂肪族ジアミンと（Ｂ２）を合わせたモル量は、ジカ
ルボン酸およびジアミンの総モル量に対して少なくとも６０モル％である。
【００１６】
　簡潔さと読みやすさのために半芳香族ポリアミドＸ、または単にポリアミドＸとも称さ
れる前記半芳香族ポリアミドの本発明に従ったプラスチック構成要素中の影響は、ポリア
ミド－１０，Ｔ／１０，１２　ポリアミド－６Ｔ／６６およびポリアミド－９Ｔなどの対
応する半芳香族ポリアミドから製造されるプラスチック構成要素と比較して、膨れ抵抗性
および／または寸法安定性が改善されることである。新しい材料は、同一状況で試験され
たポリアミド－９，Ｔと比較して必ずしもより低い水分吸収を有するとは限らないので、
これらの改善は極めて驚くべきことである。これらの改善はまた、ポリアミド－４，６お
よびポリアミド４，６／４，Ｔなどの主に短鎖ジアミンベースのポリアミドが高度に水分
を取り込みやすく、必従の寸法変化および膨れに対して非常に感応性であるという事実を
考慮しても高度に驚くべきである。
【００１７】
　前記ポリマー組成物から製造されるプラスチック構成要素は、材料が非常に良好な流動
を示すために高い寸法精度で作ることができ、適切な添加剤と共に調合すると、良好な流
動特性を保持しながら良好な反射性能と熱放散性能が達成される。さらにポリマー組成物
は、良好な機械的特性を有し、高温および高湿度条件においてそれを保持する。
【００１８】
　本発明で使用される半芳香族ポリアミドは、脂肪族ジアミンとジカルボン酸とから誘導
される単位を含んでなる。ジカルボン酸から誘導される単位はＡ－Ａ単位として示すこと
ができ、ジアミンから誘導される単位はＢ－Ｂ単位として表すことができる。それに従っ
てポリアミドは、例えばＮｙｌｏｎ　Ｐｌａｓｔｉｃ　ｈａｎｄｂｏｏｋ，Ｅｄ．Ｍ．Ｉ
．Ｋｏｈａｎ，Ｈａｎｓｅｒ　Ｐｕｂｌｉｓｈｅｒｓ，Ｍｕｎｉｃｈ，ＩＳＢＮ　１－５
６９９０－１８９－９（１９９５），ｐａｇｅ　５で適用される分類に対応するＡＡＢＢ
ポリマーとして表すことができる。
【００１９】
　短鎖脂肪族ジアミンは、Ｃ２～Ｃ５脂肪族ジアミンまたはその混合物である。換言すれ
ばそれは２～５個の炭素（Ｃ）原子を有する。短鎖脂肪族ジアミンは、例えば１，２－エ
チレンジアミン、１，３－プロパンジアミン、１，４－ブタンジアミンおよび１，５－ペ
ンタンジアミン、およびそれらの混合物であってもよい。好ましくは、短鎖脂肪族ジアミ
ンは、１，４－ブタンジアミン、１，５－ペンタンジアミン、およびそれらの混合物から
なる群から選択され、より好ましくは１，４－ブタンジアミンである。
【００２０】
　短鎖脂肪族ジアミン（Ｂ１）は、Ｃ２～Ｃ５脂肪族ジアミンまたはその混合物である。
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換言すればそれは２～５個の炭素（Ｃ）原子を有する。短鎖脂肪族ジアミンは、例えば１
，２－エチレンジアミン、１，３－プロパンジアミン、１，４－ブタンジアミン、および
１，５－ペンタンジアミン、およびそれらの混合物であってもよい。好ましくは短鎖脂肪
族ジアミンは、１，４－ブタンジアミン、１，５－ペンタンジアミン、およびそれらの混
合物からなる群から選択され、より好ましくは１，４－ブタンジアミンである。
【００２１】
　長鎖脂肪族ジアミン（Ｂ２）は少なくとも６個の炭素（Ｃ）原子を有する脂肪族ジアミ
ンである。長鎖脂肪族ジアミンは、直鎖、分枝鎖および／または脂環式であってもよい。
長鎖脂肪族ジアミンは、例えば２－メチル－１，５－ペンタンジアミン（２－メチルペン
タメチレンジアミンとしてもまた知られている）、１，５－ヘキサンジアミン、１，６－
ヘキサンジアミン、１，４－シクロヘキサンジアミン、１，８－オクタンジアミン、２－
メチル－１，８－オクタンジアミン、１，９－ノナンジアミン、トリメチルヘキサメチレ
ンジアミン、１，１０－デカンジアミン、１，１１－ウンデカンジアミン、１，１２－ド
デカンジアミン、ｍ－キシリレンジアミン、およびｐ－キシリレンジアミン、およびそれ
らの任意の混合物であってもよい。好ましくは長鎖脂肪族ジアミンは６～１２個の炭素原
子を有し、適切にはＣ８またはＣ１０ジアミンである。好ましい実施態様では長鎖ジアミ
ンは、６～９個の炭素原子を有するジアミンの５０～１００モル％、より好ましくは７５
～１００モル％を構成する。これはさらに良い高温特性を有する材料をもたらす。より好
ましくは長鎖脂肪族ジアミンは、１，６－ヘキサンジアミン、２－メチル－１，８－オク
タンジアミン、１，９－ノナンジアミン、およびそれらの混合物からなる群から選択され
、より好ましくは１，６－ヘキサンジアミンである。この好ましい選択、および特により
好ましい１，６－ヘキサンジアミンの選択の利点は、本発明に従ったコポリアミドの高温
特性がさらに良いことである。
【００２２】
　脂肪族ジカルボン酸は、直鎖、分枝鎖および／または脂環式であってもよく、炭素原子
数は特に限定されない。しかし脂肪族ジカルボン酸は、好ましくは４～２５個の炭素原子
を有する、より好ましくは６～１８個、さらにより好ましくは６から１２個の炭素原子を
有する、直鎖または分枝鎖脂肪族ジカルボン酸、またはその混合物を含んでなる。適切な
脂肪族ジカルボン酸は、例えばアジピン酸（Ｃ６）、１，４－シクロヘキサンジカルボン
酸（Ｃ８）、スベリン酸（Ｃ８）、セバシン酸（Ｃ１０）、ドデカン酸（Ｃ１２）または
その混合物である。好ましくは脂肪族ジカルボン酸は、アジピン酸、セバシン酸またはそ
の混合物をはじめとする、Ｃ６～Ｃ１０脂肪族ジカルボン酸であり、およびより脂肪族ジ
カルボン酸は、Ｃ６～Ｃ８脂肪族ジカルボン酸である。最も好ましくは脂肪族ジカルボン
酸はアジピン酸である。
【００２３】
　芳香族ジカルボン酸は、テレフタル酸に次いで、例えばイソフタル酸および／またはナ
フタランジカルボン酸などのその他の芳香族ジカルボン酸を含んでなってもよい。
【００２４】
　半芳香族ポリアミドは、テレフタル酸に次いで、脂肪族ジカルボン酸または脂肪族ジカ
ルボン酸と、テレフタル酸以外の芳香族ジカルボン酸とを適切には含んでなってもよい。
好ましくはテレフタル酸以外の芳香族ジカルボン酸の量は、存在する場合、脂肪族ジカル
ボン酸と、テレフタル酸（Ａ１）以外の芳香族ジカルボン酸との総モル量に対して５０モ
ル％未満、より好ましくは２５モル％未満である。
【００２５】
　本発明に従った組成物中の半芳香族ポリアミド中では、短鎖脂肪族ジアミン（Ｂ１）が
脂肪族ジアミン単位（Ｂ）の１０～７０モル％を構成し、長鎖脂肪族ジアミン（Ｂ２）が
残りの３０～９０モル％を構成する。
【００２６】
　好ましくは短鎖脂肪族ジアミンのモル量は、短鎖および長鎖ジアミンのモル量に対して
、最大６０モル％、より好ましくは５０モル％、４０モル％、または３５モル％でさえあ
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る。このようにより低いモル量の短鎖ジアミンを有するコポリアミドの利点は、所定のＴ
ｍを有するコポリアミドで膨れ挙動が改善されることである。
【００２７】
　また好ましくは、半芳香族ポリアミド中の短鎖脂肪族ジアミンのモル量は、短鎖脂肪族
ジアミンおよび長鎖脂肪族ジアミンの総モル量に対して、少なくとも１５モル％、より好
ましくは、少なくとも２０モル％である。短鎖脂肪族ジアミンのモル量が多いほど、ポリ
アミドの熱安定性はより良くなる。
【００２８】
　脂肪族ジカルボン酸、およびテレフタル酸以外の任意の芳香族ジカルボン酸（Ａ１）は
、ジカルボン酸単位（Ａ）の５～６５モル％を構成し、テレフタル酸（Ａ２）は残りの３
５～９５モル％を構成する。
【００２９】
　好ましくはジカルボン酸は、テレフタル酸の少なくとも４０モル％、より好ましくは少
なくとも４５モル％、またはさらには少なくとも５０モル％を構成する。テレフタル酸量
の増大の利点は、高温特性がさらに改善することである。また好ましくは脂肪族ジカルボ
ン酸、そして存在する場合はテレフタル酸以外の芳香族ジカルボン酸（Ａ１）の量は、ジ
カルボン酸の少なくとも１０モル％、より好ましくは少なくとも１５モル％である。この
より高い量は、組成物がより良い加工性を有するという利点を有する。
【００３０】
　高度に好ましい実施態様では、ジカルボン酸（Ａ）は、ジカルボン酸のモル量に対して
、５０～８５モル％のテレフタル酸（Ａ２）および５０～１５モル％の脂肪族ジカルボン
酸、そして任意にテレフタル酸以外の芳香族ジカルボン酸（Ａ１）からなり、脂肪族ジア
ミン（Ｂ）は、脂肪族ジアミンの総モル量に対して、４０～８０モル％の長鎖ジアミン（
Ｂ２）および６０～２０モル％の短鎖ジアミン（Ｂ１）からなる。この好ましい組成物に
より、良好な溶融加工性を保持しながら、短期の高ピーク温度に対するさらにより良い抵
抗性、ならびに高温への長期曝露時の機械的特性のより良い保持とガス放出低下を含んで
なる、より良い総体的バランスを特性が得られる。
【００３１】
　長鎖脂肪族ジアミン（Ｂ２）の最小量が、脂肪族ジアミンの総モル量に対して３０モル
％であり、テレフタル酸（Ａ２）の最小量がジカルボン酸のモル量に対して３５モル％で
ある一方、テレフタル酸（Ａ２）と長鎖脂肪族ジアミン（Ｂ２）とを合わせたモル量は、
ジカルボン酸とジアミンの総モル量に対して少なくとも６０モル％である。その結果、長
鎖脂肪族ジアミンの相対量が最低３０モル％である場合、テレフタル酸の相対量は少なく
とも９０モル％である。同様にテレフタル酸の相対量が最低３５モル％である場合、長鎖
脂肪族ジアミンの相対量は少なくとも８５モル％である。
【００３２】
　別の高度に好ましい実施態様では、テレフタル酸（Ａ２）と長鎖脂肪族ジアミン（Ｂ２
）のモル量の和が、ジカルボン酸とジアミンの総モル量に対して少なくとも６５モル％、
より好ましくは少なくとも７０モル％、さらにより好ましくは少なくとも７５モル％であ
る。テレフタル酸（Ａ２）と長鎖脂肪族ジアミン（Ｂ２）とのモル量の和がより高いポリ
アミの利点は、ポリアミドが短期の高ピーク温度に対するさらにより良い抵抗性と、より
良い熱安定性および良好な溶融加工性とを兼ね備えることである。適切には前記の和は、
ジカルボン酸とジアミンの総モル量に対して７０～８５モル％、または７５～８０モル％
の範囲でさえある。
【００３３】
　ジカルボン酸（ＡＡ）およびジアミン（ＢＢ）から誘導されるＡ－Ａ－Ｂ－Ｂ単位に次
いで、本発明に従ったポリアミドは、脂肪族アミノカルボン酸（ＡＢ単位）および対応す
る環式ラクタム、ならびに少量の分岐剤および／または連鎖停止剤などのその他の構成要
素から誘導される単位を含んでなってもよい。
【００３４】
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　好ましくは本発明に従ったポリアミドは、ポリアミド総質量に対して、最大で１０質量
％、より好ましくは最大８質量％、およびさらにより好ましくは最大５質量％のジカルボ
ン酸およびジアミン以外の構成要素から誘導される単位を含んでなる。最も好ましくは本
発明に従ったポリアミドは、このようなその他の構成要素を全く含まず、ジカルボン酸お
よびジアミンから誘導されるＡ－Ａ－Ｂ－Ｂ単位のみからなる。その利点は、ロジスティ
ック的により単純な工程およびより良い結晶性特性である。
【００３５】
　半芳香族ポリアミドは、熱可塑性半結晶質半芳香族コポリアミドである。半結晶質ポリ
アミドは、適切には少なくとも２９０℃、および好ましくは少なくとも約３００℃、より
好ましくは少なくとも３１０℃の融解温度（Ｔｍ）を有する。また適切には融解温度は３
５０℃未満であり、好ましくは約３４０℃未満である。また好ましくは半芳香族ポリアミ
ドは１００℃を超え、より好ましくは少なくとも１１０℃であり、または少なくとも１２
０℃でさえあるガラス転移温度（Ｔｇ）を有する。好ましくはＴｇは最高１４０℃、より
好ましくは最高１３０℃である。Ｔｍが高いほど、ならびにＴｇが高いほど、リフローハ
ンダ付け工程および共晶接合工程における本発明に従った構成要素の性能はより良くなる
。Ｔｇがこれらの限度内にあることのさらなる利点は、膨れ抵抗性、寸法安定性、および
加工挙動におけるさらにより良いバランスである。
【００３６】
　融点（温度）という用語は本明細書では、加熱速度１０℃／分でＤＳＣによりＡＳＴＭ
　Ｄ３４１７－９７／Ｄ３４１８－９７に従って測定され、融解範囲に入り最高溶融速度
を示す温度であると理解される。ガラス転移点という用語は本明細書では、加熱速度１０
℃／分でＤＳＣによりＡＳＴＭ　Ｅ　１３５６－９１に従って測定される温度であると理
解され、親熱曲線（ｐａｒｅｎｔ　ｔｈｅｒｍａｌ　ｃｕｒｖｅ）の変曲点に対応する親
熱曲線（ｐａｒｅｎｔ　ｔｈｅｒｍａｌ　ｃｕｒｖｅ）の一次導関数（時間に関する）の
ピーク温度として測定される。
【００３７】
　前記半芳香族ポリアミドは、広い範囲にわたって変動する粘度を有してもよい。強化難
燃性組成物の良好な機械的特性をなおも保持しながら、相対粘度が１．６程度に低く、ま
たはなおもさらに低くあってもよいことが観察されている。本明細書で相対粘度は、ＩＳ
Ｏ３０７第４版の方法に従って９６％硫酸中で測定される。好ましくは相対粘度は少なく
とも１．７、より好ましくは１．８、または１．９でさえある。機械的特性の保持はこの
ような成形品にとって実に重要であり、これはこのように低い相対粘度でもなお当てはま
る。また好ましくは相対粘度は４．０未満、より好ましくは３．５未満、さらにより好ま
しくは３．０未満である。この低い相対粘度は成形中の流れがより良く、より薄い要素を
有する成形品を作ることができるという利点を有する。
【００３８】
　前記半芳香族ポリアミドはまた、相対粘度の高い半芳香族ポリアミドと、相対粘度の低
い半芳香族ポリアミドとの配合物からなってもよい。適切には配合物は、相対粘度が少な
くとも１．８、より好ましくは少なくとも１．９の構成要素と、相対粘度が１．７未満、
より好ましくは１．６未満の１つの構成要素とを含んでなる。相対粘度が少なくとも１．
９の第１の構成要素が少なくとも１０，０００の分子量を有することができるのに対し、
相対粘度が１．６未満の第２の構成要素は、７，５００未満、好ましくは５，０００未満
、さらにより好ましくは２，５００未満の分子量を有することができる。第１および第２
の構成要素は、大きな範囲にわたって変動する重量比で存在してもよく、好ましくは１９
：１～１：１、より好ましくは９：１～３：１の範囲である。相対粘度が低い第２の構成
要素が存在する利点は、ポリアミド組成物の成形挙動がさらに改善されて、さらにより薄
い壁セクションを有する部品の成形ができるようになることである。
【００３９】
　本発明に従った照明装置で使用するための構成要素で使用されるポリマー組成物は、適
切には半芳香族ポリアミドＸに次いで１つ以上のその他の構成要素を含んでなる。ポリマ
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ー組成物は、例えば無機賦形剤および／または補強材のような無機材料、その他のポリマ
ー材料、難燃剤、およびさらなる添加剤を含んでなってもよい。
【００４０】
　好ましくはポリマー組成物は無機材料を含んでなる。無機材料は、大きな範囲にわたっ
て変動する量で存在してもよい。好ましくはポリマー組成物は、１００ｐｂｗの半芳香族
ポリアミドＸに対して、１～２５０ｐｂｗ、好ましくは５～２００、より好ましくは１０
～１５０ｐｂｗの量、または５０～１００ｐｂｗでさえある量で無機材料を含んでなる。
【００４１】
　前記半芳香族ポリアミドＸと無機材料とを含んでなる前記組成物の利点は、材料がより
低い熱膨張を有することである。無機材料含量がより高ければ、この熱膨張はさらに低下
してＬＥＤアセンブリー中のその他の構成要素に近くなり、したがってさらなる加工にお
けるＬＥＤ部品の、およびその機能寿命におけるＬＥＤアセンブリーの、完全性のより良
い保持に寄与する。
【００４２】
　無機材料は、適切には無機賦形剤および／または補強材を含んでなる。適切な賦形剤の
例は、ガラスフレークと、炭酸カルシウムと、粘土、カオリン、珪灰石、および滑石など
の無機賦形剤と、その他のミネラルと、それらの任意の組み合わせである。無機材料はま
た、熱伝導材料および／または光反射材料を含んでなってもよい。
【００４３】
　好ましい実施態様では、組成物は光反射材料（化合物Ｃ）を含んでなる。光反射材料は
、可視および／またはＵＶ光を反射できる、無機顔料、無機補強材、無機賦形剤、および
線維性および薄板無機化合物をはじめとする、任意の無機化合物であってもよい。光反射
材料は、適切には少なくとも２．５ｇ／ｃｍ３、好ましくは少なくとも３ｇ／ｃｍ３の密
度を有する。適切な光反射材料の例は二酸化チタン（ＴｉＯ２）などの白色顔料であり、
好ましくはより高い光線反射率を提供することからルチル形二酸化チタンであり、硫酸バ
リウム（ＢａＳＯ４）などの賦形剤、および珪灰石およびチタン酸カリウム繊維などの繊
維性材料である。
【００４４】
　光反射材料は、大きな範囲にわたって変動する量で存在してもよい。
【００４５】
　好ましくは光反射材料は、１００ｐｂｗの半芳香族ポリアミドＸに対して、２～１００
ｐｂｗ、好ましくは５～５０ｐｂｗ、１０～２０ｐｂｗの量で存在する。その他の構成要
素もまた存在する場合、光反射材料は、ポリマー組成物の総重量に対して好ましくは０．
６～４０重量％、より好ましくは１．５～３０重量％、または５～２０重量％でさえある
量で存在する。光反射材料含量がより高い利点は、非常に低い光透過率である。
【００４６】
　好ましくは光反射材料は、ポリマー組成物、またはそれから製造されるプラスチック構
成要素が、波長４００ｎｍにおいて、少なくとも５０％、より好ましくは少なくとも８０
％、およびさらにより好ましくは少なくとも９０％の光反射率を有するような量で存在す
る。反射率を測定するために、例えばいわゆるＳｐｅｃｔｒａＭａｇｉｃソフトウェアを
使用して、ミノルタＣＭ－２６００Ｄ分光光度計を用いて反射スペクトルを測定できる。
これらの測定のためには、記述されている材料の射出成形プレートを使用した。製造され
た成形プラスチック構成要素は、良好な機械的強度、熱抵抗性、寸法安定性、光反射率、
および遮光特性を有する。
【００４７】
　好ましくはポリマー組成物は、最大１のａ値、最大２のｂ値、および少なくとも９０の
Ｌ値を有するＣＩＥ　Ｌａｂ色指数を有する。製品は成形後に良好な白色度を有し、熱処
理後の変色が少ない。
【００４８】
　別の好ましい実施態様では、組成物は熱伝導材料（化合物Ｄ）を含んでなる。熱伝導材
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料は無機賦形剤または無機補強材であってもよい。このような材料としては、少なくとも
約５Ｗ／ｍＫの熱伝導性を有するものが挙げられる。
【００４９】
　熱伝導材料は好ましくは、少なくとも１０Ｗ／ｍＫ、好ましくは少なくとも２０Ｗ／ｍ
Ｋ、より好ましくは少なくとも５０Ｗ／ｍＫ、または少なくとも１００Ｗ／ｍＫでさえあ
る熱導電率を有する。熱伝導材料は、酸化アルミニウム、窒化アルミニウム、窒化ホウ素
、炭化ホウ素、フッ化カルシウム、および黒鉛などの熱伝導性賦形剤、または炭素繊維な
どの熱伝導性繊維性材料であってもよい。
【００５０】
　熱伝導材料は、大きな範囲にわたって変動する量で存在してもよい。好ましくは熱伝導
材料は、１００ｐｂｗの半芳香族ポリアミドＸに対して、５～２００ｐｂｗ、より好まし
くは１０～１５０ｐｂｗ、または５０～１００ｐｂｗでさえある量で存在する。その他の
構成要素もまた存在する場合、熱伝導材料（化合物Ｄ）は好ましくはポリマー組成物総重
量に対して１．５～６０重量％、より好ましくは３～４５重量％、または１５～４０重量
％でさえある量で存在する。より高い熱伝導材料含量の利点はより良い吸熱特性に反映さ
れ、より多くの熱を生じて、それにプラスチック構成要素が曝されるより高い温度をもた
らす光源が利用できる。
【００５１】
　好ましくは熱伝導材料は、ポリマー組成物、またはそれから製造されるプラスチック構
成要素が、少なくとも１Ｗ／ｍｋ、より好ましくは少なくとも５Ｗ／ｍｋ、およびさらに
より好ましくは少なくとも１０Ｗ／ｍｋ、または少なくとも２０Ｗ／ｍｋでさえある熱伝
導性を有するような量で存在する。対応する組成物は、ＬＥＤ用途におけるこのような材
料の使用にとって効果的な組み合わせである、熱的取り付け工程における優れた特性と、
改善された熱伝導性および熱放散特性とを提供する。
【００５２】
　熱伝導率（Λ）は、Ｗ．Ｎｕｎｅｓ　ｄｏｓ　Ｓａｎｔｏｓ，Ｐ．Ｍｕｍｍｅｒｙ　ａ
ｎｄ　Ａ．Ｗａｌｌｗｏｒｋ，Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｔｅｓｔｉｎｇ　１４（２００５），６
２８－６３４で述べられている手順によって測定できる。最初に熱拡散率をＮｅｔｚｓｃ
ｈ　ＬＦＡ　４４７レーザーフラッシュ機器を用いてＡＳＴＭ　Ｅ１４６１－０１に従っ
て測定する。次に熱容量（Ｃｐ）を同一Ｎｅｔｚｓｃｈ　ＬＦＡ　４４７レーザーフラッ
シュ機器を使用して測定する。式、Λ＝Ｄ＊ρ＊Ｃｐに従って、熱拡散率（Ｄ）、密度（
ρ）および熱容量（Ｃｐ）から熱伝導率（Λ）を計算できる。
【００５３】
　組成物は、適切には光反射材料（化合物Ｃ）および熱伝導材料（化合物Ｄ）とは異なる
無機賦形剤および補強材（一緒にして化合物Ｅとして示される）を含んでなる。補強材は
、ガラス繊維、ウィスカー、珪灰石繊維、および炭素繊維をはじめとする異なる繊維性材
料を含んでなってもよく、低い導電率を保持しながら良好な機械的特性を得る点で、その
うちガラス繊維が好ましい。適切には化合物Ｅは、１００ｐｂｗの半芳香族ポリアミドＸ
に対して５～２００ｐｂｗ、好ましくは１０～１５０ｐｂｗ、５０～１００ｐｂｗの量で
存在する。ポリマー組成物総重量に対して、化合物Ｅは１．５～６０重量％、好ましくは
３～４５重量％、１５～３０重量％の量で存在してもよい。
【００５４】
　補強材はＴｇを超える温度で組成物の弾性率に対して強力な増大効果を有し、その増大
はいくつかのその他のポリアミド中におけるよりもより大きい。これによって非常に良好
な機械的特性になおも到達しながら、補強材量を制限できるようになる。これは良好な流
動特性を同時に保持しながら、多量の熱伝導材料およびまたは光反射材料が必要とされる
場合に特に有利である。総体的効果は、これらの組成物の流れ特性が、例えばポリアミド
６Ｔ／６６ベースの対応する同様の機械的特性を有する組成物よりもはるかにより良くな
ることである。
【００５５】
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　電流および光源によって発生する熱を考慮して、ポリマー組成物は、有利には１つ以上
の難燃性材料（化合物Ｆ）を含んでなってもよい。難燃剤系は、ハロゲン化難燃剤および
／またはハロゲンフリー難燃剤、および前記難燃剤またはその組み合わせに次いで、任意
に難燃性共力剤も含んでなってもよい。
【００５６】
　これらの難燃性材料は、照明装置の引火性要件規制に適合するように、その他の構成要
素に加えて適切な量で添加されてもよい。適切には難燃剤系は、組成物総重量に対して１
～４０重量％の総量で存在する。好ましくは難燃剤は５～３０重量％、より好ましくは１
０～２５重量％の量で存在し、共力剤は組成物総重量に対して好ましくは０～１５重量％
、より好ましくは１～１０重量％、およびさらにより好ましくは５～１０重量％の量で存
在する。
【００５７】
　その他のポリマー材料（化合物Ｇ）は、例えばゴムおよび熱可塑性ポリマーを含んでな
ってもよい。ゴムは、適切には耐衝撃性改良剤を含む。熱可塑性ポリマーは、その他のポ
リアミドであってもよい。好ましくはポリアミドは、高温半結晶質半芳香族ポリアミドの
融解温度よりも低い融解温度を有する半結晶質ポリアミドである。仮に存在する場合、そ
の他のポリマーは、１００ｐｂｗの半芳香族ポリアミドに対して、好ましくは１００ｐｂ
ｗ未満、より好ましくは５０ｐｂｗ未満、さらにより好ましくは２０ｐｂｗ未満の量で存
在する。また好ましくはその他のポリマー材料は、組成物総重量に対して０～２５重量％
、より好ましくは１～２０重量％、さらにより好ましくは２～１５重量％、および最も好
ましくは５～１０重量％の範囲である総量で存在する。その他のポリマーのより低い量は
、高温への長期の曝露時における耐熱性改善およびガス放出低下に寄与する。
【００５８】
　ポリマー組成物は、有利には上述の構成要素（化合物Ｈ）以外の添加剤を含んでなって
もよい。これらの添加剤は、成形用途のために一般にポリマー組成物で使用される補助添
加剤から選択されてもよい。これらの添加剤としては、適切にはＵＶ安定剤や熱安定剤や
抗酸化剤などの安定剤、流動促進添加剤や潤滑剤や型剥離剤などの加工助剤、顔料や染料
をはじめとする着色剤、可塑剤、および耐衝撃性改良剤が挙げられる。
【００５９】
　補助添加剤をはじめとするこれらのその他の添加剤は、これらの添加剤が、ポリマー組
成物およびそれから作られるプラスチック構成要素の性能特性に有害な影響を及ぼさない
限り、その他の構成要素に加えて、適切な量で添加されてもよい。これらの添加剤は典型
的に少量使用され、その適切な量は、通例の実験によって、照明用途のための成形組成物
の製造当業者によって容易に測定される。補助添加剤の量は大きな範囲にわたって変動し
てもよいが、適切には組成物総重量に対して０～１２重量％、好ましくは０．１～１０重
量％、より好ましくは０．５～５重量％の範囲である。
【００６０】
　好ましい実施態様では、プラスチック構成要素は本発明に従ったポリマー組成物から製
造され、ポリマー組成物は、
　（Ｉ）２０～９５重量％の半芳香族ポリアミドＸ、および
　（ＩＩ）０．６～６０重量％の光反射材料（化合物Ｃ）および／または熱伝導材料（化
合物Ｄ）、および
　（ＩＩＩ）総量が０．１～６０重量％である（Ｉ）および（ＩＩ）以外の次の化合物の
少なくとも１つからなる：無機賦形剤および補強材（化合物Ｅ）、難燃性材料（化合物Ｆ
）、ポリマー（化合物Ｇ）、および補助添加剤（化合物Ｈ）、またはそれらの任意の組み
合わせ。
ここでＩ、ＩＩ、およびＩＩＩの特定量は、合計１００重量％になるべきである。
【００６１】
　本発明は、半芳香族ポリアミドＸ、ならびに上述のような任意のその好ましい実施態様
を含んでなるポリマー組成物を含んでなる、照明装置のためのプラスチック構成要素、ま
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たはプラスチック部品に関する。好ましくはプラスチック部品は、光反射プラスチック構
成要素および／または熱伝導性プラスチック構成要素である。
【００６２】
　プラスチック構成要素は、光源の不可分の一部を形成するプラスチック構成要素、光源
または照明電機子に取り付けられまたは固定される取り付け基盤またはその他の構成要素
、ならびに照明電機子の不可分の一部照明電機子不可分の一部を形成するプラスチック構
成要素であってもよい。このような構成要素の例は、反射器または反射器カップとも称さ
れるＰＬＣＣ（プラスチック・リーデッド・チップキャリア）ＬＥＤ反射器ハウジング、
および周波数帯変換器などのＬＥＤ構成要素と、ＬＥＤ光源の一次または二次光学系と、
例えばエネルギー節約型ランプのためのランプベースと、ＬＥＤ基盤およびランプ取り付
け要素と、特にバックライトシステムとバックライトシステム中のＵＶ光生成とのための
反射器プレートと、自動車照明装置反射器と、ヒートシンクである。短期の高いピーク温
度に対する高い膨れおよび熱抵抗性に次いで、半芳香族ポリアミドＸを含んでなる本発明
に従ったプラスチック構成要素のさらなる利点は、自動車照明装置などで起きる高温への
長期曝露時の非常に良好な耐熱性と低いガス放出であり、したがってこのようなシステム
の改善された安全性に寄与する。
【００６３】
　本発明はまた、ＬＥＤアセンブリーに関する。ＬＥＤアセンブリーは典型的に、次をは
じめとする異なる構成要素を含んでなる。
　（ａ）ｎ領域およびｐ領域を有するダイオードを含んでなるダイまたはチップ、
　（ｂ）好ましくは金からなる１本または２本の結合線材、または接合線材、
　（ｃ）２本の導電性リード線からなり、導線が接合線材を通じて、または代案としては
片方は接合線材を通じて他方はダイ付着層を通じて、ダイオードのｎ領域またはｐ領域の
どちらかに接続されるリードシステム（またはリードフレーム）、
　（ｄ）反射器ハウジングまたは反射器カップとも称されるハウジング、
　（ｅ）透明カプセル封入部品、および任意に
　（ｆ）レンズおよび／または
　（ｇ）ヒートシンク。
【００６４】
　反射器カップは成形組成物から作ることができ、その成形組成物はそれ自体が光反射性
でもよく、またはポリマー表面を金属化することでハウジングを反射性にできる。透明な
カプセル封入部品は、例えばエポキシまたはケイ素樹脂から作ることができる。カプセル
封入部品およびレンズの機能が統合されてもよい。反射器カップおよびヒートシンクの機
能も同様に統合されてもよい。ダイ付着層はまた別個の金属層でもよく、ヒートシンクに
熱を伝導し、および／または導電性リード線フレームとの電気接点として機能する。
【００６５】
　本発明に従った前記ＬＥＤアセンブリーは、ヒートシンクおよび／または反射器カップ
のどちらかが、半結晶質ポリアミドＸを含んでなるポリマー組成物から製造される。
【００６６】
　本発明はまた、チップまたはダイ、導電性リード線システム、およびプラスチック構成
要素を含んでなるＬＥＤアセンブリーを製造するための組み立て方法にも関し、チップ接
合ステップが適用され、チップまたはダイが導電性リードフレームと、チップまたはダイ
の間の導電接点とを保有する基盤上に取り付けられて、導電性リードフレームが作り出さ
れる。前記工程のチップ接合ステップは共晶接合ステップであり、接合は共融材料層によ
って達成される。本発明に従った工程では、基盤は、半芳香族ポリアミドＸを含んでなる
ポリマー組成物を、より特定的には本発明に従ったプラスチック構成要素またはその任意
の好ましい実施態様を含んでなる。適切には基盤、またはその一部は、半芳香族ポリアミ
ドＸを含んでなるポリマー組成物からなる。適切には共晶接合ステップでは、少なくとも
２８０℃、好ましくは３００～３５０℃、より好ましくは３１５～３３０℃の範囲である
ピーク温度の温度プロフィールが適用される。この過程で、導電性リードフレーム中に、
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ハンダ組成物と金属、または金属群との合金からなる接触層が形成されて、ダイ付着層を
構成する。
【００６７】
　共晶接合は、ここで第１の構成要素から製造される１つの部品と、第２の構成要素から
製造される別の部品とを使用して、２つの部品間に結合を形成する工程と理解される。部
品を加熱して接触させると、境界面で拡散が生じて合金が形成される。境界面の共融組成
物合金は、そのどちらの側の材料よりも低い融点を有し、したがって溶融は薄層に限定さ
れ、結合を形成するのは溶融した共融材料である。代案としてはどちら側の材料も同一で
あり、同一材料を含んでなる金属を含んでなる合金が使用される。その利点は、低い融点
の合金が使用できること、そして加熱してどちらかの側の材料と接触させた際に移行が生
じて、組成にわずかな変化しかなく、増大する融解温度を有する接合層がもたらされるこ
とである。
【００６８】
　好ましくは金スズ合金が使用され、より好ましくは共融材料は共融Ａｕ（８０％）／Ｓ
ｎ（２０％）合金である。金スズ合金は、ニッケル表面をハンダ付けするために使用され
てもよいが、好ましくはそれは、金めっき、スパッタ金膜またはＡｕ、Ｐｔ－Ａｕ、およ
びＰｄ－Ａｕ厚膜金属化などの金保有表面を合金にするのに使用される。
【００６９】
　本発明はまた、リードフレームを保有する基盤上に表面実装されるチップまたはダイパ
ッケージまたはＬＥＤアセンブリーを含んでなる電子システムを製造するための表面実装
工程にも関し、工程は、ピーク温度が少なくとも２５０℃であるリフローハンダ付けステ
ップを含んでなる。本発明に従ったリフローハンダ付け工程では、チップ／ダイパッケー
ジまたはＬＥＤアセンブリーおよび／または基盤は、半芳香族ポリアミドＸを含んでなる
ポリマー組成物を有するプラスチック部品を含んでなる。特にポリマー組成物は、本発明
に従ったさらなる無機材料または任意のその好ましい実施態様を含んでなる。
【００７０】
　好ましくは工程は、本発明に従ったプラスチック構成要素を含んでなるチップ／ダイア
センブリーを含んでなり、リードフレームを保有する基盤上に取り付けられた導電性リー
ド線を保有する電子システムを製造するための表面実装工程であり、工程はハンダ付け組
成物層によって、導電性リード線とリードフレームとを接合するためのリフローハンダ付
けステップを含んでなり、少なくとも２６０℃、より好ましくは２６０～２９０℃の範囲
、およびさらにより好ましくは２７０～２８０℃の範囲であるピーク温度が加えられる。
【００７１】
　好ましくは電子システムは照明装置であり、また好ましくはチップはＬＥＤチップであ
る。
【００７２】
　本発明に従った共晶接合工程およびリフローハンダ付け工程では、プラスチック部品は
本発明に従ったプラスチック構成要素またはその好ましい実施態様である。工程はポリマ
ー組成物の膨れ低下、およびより良い熱性能をはじめとする上述の利点を有する。
【００７３】
　本発明はまた、本発明に従った共晶接合工程またはハンダリフロー工程、またはその組
み合わせによって得られる電子システムに関する。
【００７４】
　本発明はまた、本発明に従ったプラスチック構成要素を含んでなる照明装置にも関する
。好ましくは、照明装置は上で述べられている工程の１つ、またはその組み合わせによっ
て得られるＬＥＤ照明装置である。
【００７５】
　照明装置はまた、携帯電話、ＰＤＡ、ハンドヘルド装置、コンピュータモニター、テレ
ビ、車載インフォテインメントシステム、ＧＰＳなどのための液晶ディスプレイスクリー
ンのバックライト用光源、自動車のウィンカーまたはヘッドライトおよびインストルメン
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トパネル、照明機器などであってもよい。
【００７６】
　本発明は本発明に従った構成要素および導線端子を含んでなる電子システムにさらに関
し、導線端子は共融材料層によってチップ／ダイに接合される。
【００７７】
　特定の実施態様では、電子システムは、ＬＥＤ素子（チップまたはダイを含んでなる）
、取り付け基盤、およびヒートシンクを含んでなるＬＥＤ照明装置であり、基盤は片面に
金属リードフレームおよび／または他面に熱伝導性層を含んでなり、ＬＥＤ素子はリード
端子および反射器ハウジングを含んでなり、反射器は基盤の片面に取り付けられてヒート
シンクは取り付け基盤の他面に取り付けられ、金属リードフレームおよびリード端子、お
よび／または熱伝導性層およびヒートシンクのどちらかがリフローハンダ付け工程によっ
てまたは共晶接合によって接合され、取り付け基盤の構成要素、反射ハウジング、および
ヒートシンクの少なくとも１つは、本発明に従ったプラスチック組成物から製造される。
【００７８】
　光反射材料および／または熱伝導材料を含んでなる本発明に従った光反射および／また
は熱伝導性ポリマー組成物は、接点、スイッチ、リレー、プリント配線板を含んでなるそ
の他の電子構成要素、およびギアおよびカムなどのスライディング構成要素、および空気
取入れ口マニホルドなどの自動車構成要素のための成形品を作るのにも適することがさら
に分かった。
【００７９】
［実施例］
　照明構成要素の調製で使用されたポリアミド組成物は、最初にポリアミドポリマー例実
施例１～５（Ｅ－１～Ｅ－５）および比較例（ＣＥ）Ａ、Ｂ、Ｃ、およびＦを調製するこ
とで調製された。比較例ＤおよびＥは市販製剤である。
【００８０】
［ポリマー調製］
［Ｅ－１ポリマー：ＰＡ－６Ｔ／４Ｔ／４６（モル比６７．５／２１．３／１１．２）］
　１７９．８ｇテトラメチレンジアミン、３４７．２５ｇヘキサメチレンジアミン、５３
７ｇ水、０．３６ｇ次亜リン酸ナトリウム一水和物、７２．３６ｇアジピン酸、および６
５３．３８ｇテレフタル酸の混合物を２．５Ｌオートクレーブ内で加熱して水を蒸留によ
り除去しながら撹拌した。ポリアミド調製中のテトラメチレンジアミンの損失を埋め合わ
せるために、計算されるポリアミド組成物の組成と比較して、約２～４重量％のわずかに
過剰なテトラメチレンジアミンを使用した。約２７分後に９１重量％塩水溶液が得られた
。この過程で温度は１６９℃から２２３℃に上昇した。２１分間にわたり温度を２１０℃
から２２６℃に上昇させて重合を達成し、その間に圧力は１．３ＭＰａに上昇し、その後
オートクレーブの内容物をフラッシュして固体生成物を窒素下でさらに冷却した。このよ
うにして得られたプレポリマーを引き続いて乾燥キルン内で、真空および０．０２ＭＰａ
の窒素気流下において、１２５℃で数時間加熱して乾燥させた。乾燥プレポリマーを金属
管型反応器（ｄ＝８５ｍｍ）内において、窒素気流下（２４００ｇ／ｈ）２００℃で数時
間、次に窒素／水蒸気気流下（３／１重量比、２４００ｇ／ｈ）２２５℃で２時間、およ
び２６０℃で４０時間加熱して固相に後濃縮した。次にポリマーを室温に冷却した。
【００８１】
［Ｅ－２ポリマー：ＰＡ－６Ｔ／４Ｔ／４６（モル比７５／１０／１５）の調製］
　Ｅ－１ポリマーと同様にして、１２７．０９ｇテトラメチレンジアミン、３５０．０５
ｇヘキサメチレンジアミン、４８７ｇ水、０．６６ｇ次亜リン酸ナトリウム一水和物、９
１．５９ｇアジピン酸、および５６７．４８ｇテレフタル酸の混合物を２．５Ｌオートク
レーブ内で加熱しながら撹拌したところ、９１重量％塩水溶液が２２分後に得られた。こ
の過程で温度は１７６℃から２１２℃に上昇した。２２分間にわたり温度を２２０℃から
２２６℃に上昇させて重合を達成し、その間に圧力は１．４ＭＰａに上昇した。このよう
にして得られたプレポリマーを引き続いて乾燥キルン内で、真空および０．０２ＭＰａの



(16) JP 2010-534257 A 2010.11.4

10

20

30

40

50

窒素気流下において１２５℃および１８０℃で数時間加熱して乾燥させた。乾燥プレポリ
マーを金属管型反応器（ｄ＝８５ｍｍ）内において、窒素気流下（２４００ｇ／ｈ）１９
０℃および２３０℃で数時間、次に窒素／水蒸気気流下（３／１重量比、２４００ｇ／ｈ
）２５１℃で９６時間加熱して固相に後濃縮した。次にポリマーを室温に冷却した。
【００８２】
［Ｅ－３ポリマー：ＰＡ－６Ｔ／５Ｔ／６６（モル比７０／１５／１５）同等物であるＰ
Ａ－６Ｔ／５６（モル比８５／１５）の調製］
　５５．３ｇのペンタメチレンジアミン（９８重量％）、５２９．７ｇ水性ヘキサメチレ
ンジアミン（５９．６重量％）、３６０．４ｇ水、０．５ｇ次亜リン酸ナトリウム一水和
物、６７．２ｇアジピン酸、および４３３．０４ｇテレフタル酸の混合物を２．５Ｌオー
トクレーブ内で加熱して水を蒸留により除去しながら撹拌した。３５分後に９０重量％の
塩水溶液が得られ、温度は１７０℃から２１２℃に上昇した。次にオートクレーブを閉じ
た。２５分間にわたり温度を２１２℃から２５０℃に上昇させて重合を達成した。混合物
を２５０℃で１５分間撹拌し、その間圧力は２．９ＭＰａに上昇し、その後オートクレー
ブの内容物をフラッシュして、固体生成物を窒素下でさらに冷却した。プレポリマーを金
属管型反応器（ｄ＝８５ｍｍ）内において、窒素気流下（２４００ｇ／ｈ）２００℃で数
時間、次に窒素／水蒸気気流下（３／１重量比、２４００ｇ／ｈ）２３０℃で２時間、お
よび２６０℃で２４時間加熱して、固相に後濃縮した。次にポリマーを室温に冷却した。
【００８３】
［Ｅ－４ポリマー：ＰＡ－６Ｔ／５Ｔ／５６（モル比７５．５／１５／９．５）の調製］
　７８．４ｇのペンタメチレンジアミン（９８重量％）、４７３．３ｇ水性ヘキサメチレ
ンジアミン（５９．６重量％）、３８２．５６ｇ水、０．５ｇ次亜リン酸ナトリウム一水
和物、４２．６ｇアジピン酸、および４６１．５ｇテレフタル酸の混合物を２．５Ｌオー
トクレーブ内で加熱して水を蒸留により除去しながら撹拌した。３５分後に９０重量％の
塩水溶液が得られ、温度は１７０℃から２１２℃に上昇した。次にオートクレーブを閉じ
た。２５分間にわたり温度を２１２℃から２５０℃に上昇させて重合を達成した。混合物
を２５０℃で１５分間撹拌し、その間圧力は２．８ＭＰａに上昇し、その後オートクレー
ブの内容物をフラッシュして、固体生成物を窒素下でさらに冷却した。プレポリマーを引
き続いて乾燥させ、Ｅ－１ポリマーと同様にして固相に後濃縮した。次にポリマーを室温
に冷却した。
【００８４】
［Ｅ－５ポリマー：ＰＡ－６Ｔ／６６／５６（モル比７６．５／１２／１１．５）の調製
］
　３６．９ｇのペンタメチレンジアミン（９８重量％）、５５３．０ｇ水性ヘキサメチレ
ンジアミン（５９．６重量％）、３５１．２ｇ水、０．５ｇ次亜リン酸ナトリウム一水和
物、１０５．８ｇアジピン酸、および３９１．４ｇテレフタル酸の混合物を２．５Ｌオー
トクレーブ内で加熱して水を蒸留により除去しながら撹拌した。３５分後に９０重量％の
塩水溶液が得られ、温度は１７０℃から２１２℃に上昇した。次にオートクレーブを閉じ
た。２５分間にわたり温度を２１２℃から２５０℃に上昇させて重合を達成した。混合物
を２５０℃で２０分間撹拌し、その間圧力は２．８ＭＰａに上昇し、その後オートクレー
ブの内容物をフラッシュして、固体生成物を窒素下でさらに冷却した。プレポリマーを引
き続いて乾燥させ、Ｅ－１ポリマーと同様にして固相に後濃縮した。次にポリマーを室温
に冷却した。
【００８５】
［ＣＥ－Ａポリマー：ＰＡ６Ｔ／６６（モル比６０／４０）］
　ポリマーＩと同様にして、５２０ｇヘキサメチレンジアミン、５３７ｇ水、０．３６ｇ
次亜リン酸ナトリウム一水和物、３３０ｇアジピン酸、および４２０ｇテレフタル酸の混
合物を２．５Ｌオートクレーブ内で加熱しながら撹拌し、２７分後に９１重量％の塩水溶
液が得られた。この過程で温度は１６９℃から２２３℃に上昇した。２１分間にわたり温
度を２１０℃から２２６℃に上昇させて重合を達成し、その間圧力は１．３ＭＰａに上昇



(17) JP 2010-534257 A 2010.11.4

10

20

30

40

50

した。プレポリマーを引き続いて乾燥させ、Ｅ－１ポリマーと同様にして固相に後濃縮し
た。次にポリマーを室温に冷却した。
【００８６】
［ＣＥ－Ｂ，Ｃポリマー：ＰＡ４６］
　ポリマーＩと同様にして、４３０．４ｇテトラメチレンジアミン、５００ｇ水、０．３
３ｇ次亜リン酸ナトリウム一水和物、および６８６．８ｇアジピン酸の混合物を２．５Ｌ
オートクレーブ内で加熱しながら撹拌し、２５分後に９０重量％の塩水溶液が得られた。
この過程で温度は１１０℃から１６２℃に上昇した。温度を１６２℃から２０４℃に上昇
させて重合を達成し、その間圧力は１．３ＭＰａに上昇した。プレポリマーを引き続いて
乾燥させ、Ｅ－１ポリマーと同様にして固相に後濃縮した。次にポリマーを室温に冷却し
た。
【００８７】
［比較例ＣＥ－Ｆ：ＰＡ－６Ｔ／５Ｔ（モル比５６／４４）の調製］
　２０１．４ｇのペンタメチレンジアミン、３００．８ｇヘキサメチレンジアミン、５２
１．１ｇ水、０．６５ｇ次亜リン酸ナトリウム一水和物、および７２２．１８ｇテレフタ
ル酸の混合物を２．５Ｌオートクレーブ内で加熱して水を蒸留により除去しながら撹拌し
た。２７分後に９０重量％の塩水溶液が得られ、温度は１７０℃から２１１℃に上昇した
。次にオートクレーブを閉じた。１５分にわたり温度を２１１℃から２５０℃に上昇させ
て重合を達成した。混合物を２５０℃で２９分間撹拌し、その間圧力は２．９ＭＰａに上
昇し、その後オートクレーブの内容物をフラッシュして、固体生成物を窒素下でさらに冷
却した。プレポリマーを引き続いて乾燥させ、Ｅ－３ポリマーと同様にして固相に後濃縮
した。次にポリマーを室温に冷却した。
【００８８】
［化合物調製］
　Ｅ－１～Ｅ－５、ＣＥ－Ａ～Ｃ、およびＣＥ－Ｆはまた、次の構成要素も含んだ。
・ポリアミド用標準ガラス繊維等級、
・難燃剤：臭素化ポリスチレン（Ａｌｂｅｒｍａｒｌｅから入手できるＳａｙｔｅｘ（登
録商標）ＨＰ３０１０）、
・難燃剤共力剤：ホウ酸亜鉛（Ｌｕｚｅｎａｃから入手できるＦｉｒｅｂｒａｋｅ（登録
商標）５００）、および
・剥離剤および安定化パッケージを含んでなる補助添加剤。
【００８９】
　比較実験ＤおよびＥは、次の市販製品をベースとした。ＣＥ－Ｄはデュポン（ＤｕＰｏ
ｎｔ）からのＰＡ６Ｔ／６６製品であるＺｙｔｅｌ　ＨＴＮＦＲ５２Ｇ３０ＢＬであり、
およびＣＥ－Ｅはクラレ（Ｋｕｒｕｒａｙ）からのＰＡ９Ｔ製品であるジェネスタ（Ｇｅ
ｎｅｓｔａｒ）ＧＮ２３３２ＢＫであった。従来の分析的技術を使用して、これらの市販
品で使用される臭素化ポリスチレン、共力剤、および補助添加剤の比率を推定した。ジェ
ネスタからのＰＡ９Ｔ製品の分析からは、ポリアミド構成要素がモル比およそ２０：８０
のＰＡ８ＴとＰＡ９Ｔから構成されることが明らかになった。
【００９０】
　３２５℃フラット温度に設定したＷｅｒｎｅｒ　＆　Ｐｆｌｅｉｄｅｒｅｒ　ＫＳＫ　
４０４２Ｄ押し出し機上で、化合物Ｅ－１～Ｅ－５、ＣＥ－Ａ～Ｃ、およびＣＥ－Ｆを調
製した。側方供給ポートを通じて溶融物中に別途投入されたガラス繊維を除いて、全ての
構成要素は押し出し機の供給ポートに投入された。ポリマー溶融物を脱気して押し出し機
の終端でストランドにし、冷却して顆粒に細断した。
【００９１】
［射出成形：］
　次の条件を適用して、射出成形中での使用に先だって上述の材料を予備乾燥させた。コ
ポリアミドを０．０２Ｍｐａの真空下で８０℃に加熱して、窒素気流を通過させながらそ
の温度と圧力を２４時間保った。予備乾燥材料をＡｒｂｕｒｇ　５射出成型機上で、２２
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ｍｍスクリュー径およびＣａｍｐｕｓ　ＵＬ　０．８ｍｍ二体（２本体）射出成形金型に
より射出成形した。シリンダー壁の温度は３４５℃に設定され、金型の温度は１４０℃に
設定された。このようにして得られたＣａｍｐｕｓ　ＵＬバーをさらなる試験のために使
用した。
【００９２】
【表１】

 
【００９３】
［試験方法］
［相対粘度（ＲＶ）］
　１質量％ギ酸溶液中で測定した。
【００９４】
［スパイラルフロー］
　有効射出圧力８０ＭＰａにおける半芳香族ポリアミドＸの溶融温度よりも１０℃高い温
度で、寸法２８０×１５×１ｍｍのスパイラルキャビティ上で測定した。
【００９５】
［ＤＳＣによる温度特性決定］
　ＡＳＴＭ　Ｄ３４１７－９７　Ｅ７９３－８５／７９４－８５に従って、示差走査熱量
測定（ＤＳＣ）（２回目の試行、１０℃／分）を用いて融点（Ｔｍ）およびガラス転移温
度（Ｔｇ）を測定した。
【００９６】
［Ｅ－弾性率］
　ＩＳＯ　５２７に従って２３℃および５ｍｍ／分における引張り試験で測定した。
【００９７】
［衝撃試験（ノッチ付シャルピー）］
　ＩＳＯ　１７９／１Ａに従って２３℃で測定した。
【００９８】
［水／湿度吸収試験］
　予備乾燥サンプル（０．８ｍｍ　ＵＬバー）を規定温度および湿度レベルの蒸留水加湿
キャビネットまたは容器内で順化させ、飽和レベルに達するまで重量増加を経時的にモニ
ターした。飽和レベルにおける重量増加を予備乾燥サンプルの開始重量の百分率として計
算した。
【００９９】
［リフローハンダ付け条件下の膨れ性能］
　リフローハンダ付け条件下の膨れ性能のためには、上述の水吸収試験と同様にして、多
数の予備乾燥サンプルを所定温度および湿度レベルの加湿キャビネット内で順化した。異
なる時間間隔で個々のサンプル（１０個ずつのロット）をキャビネットから取り出して、
直ちに周囲条件で室温に冷却し、リフローオーブンに入れてリフローハンダ付け工程で適
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用される温度条件を与えた。温度プロフィールは、次のとおりであった。サンプルは最初
に平均１．５℃／秒の加熱傾斜で予熱されて８０秒後に１４０℃の温度に達し、その後は
サンプルはより徐々に加熱されて開始から２１０秒後に１６０℃の温度に達した。次にサ
ンプルは最初の加熱傾斜約６℃／秒で２６０℃に加熱されて２２０秒後に２２０℃の温度
に達し、２℃／秒のより漸進的加熱速度で開始から２９０秒後に２６０℃の温度に達した
。その後、サンプルを１４０℃に２０秒間冷却した。次に１０個のサンプルをオーブンか
ら取り出して室温に放冷し、膨れの存在について検査した。加湿キャビネット内での各条
件期間について、膨れの発生を示したサンプルの百分率を評価した。膨れがあったサンプ
ルの百分率を記録した。
【０１００】
［線熱膨張率］
　ＩＳＯ　１１３５９－１／－２に従って測定した。
【０１０１】
［サンプル（ＤＡＭ）の比誘電率］
　周波数３Ｇｈｚおよび２３℃で、ＩＥＣ　６０２５０に従って測定した。
【０１０２】
［サンプル（ＤＡＭ）の絶縁耐力］
　ＩＥＣ　６０２４３－１に従って測定した。
【０１０３】
［比較トラッキング指数］
　ＩＥＣ　６０１１２に従って測定した。
【０１０４】
［加熱撓み温度］
　１．８ＭＰａの負荷をかけてＩＳＯ　７５－１／－２に従って測定した。
【０１０５】
　全ての化合物は、０．８ｍｍ試験バーのためのＵＬ－９４－Ｖ０に適合した。
【０１０６】
［結果］
　実験結果を表２に示す。
【０１０７】
　表２に示されるように、本発明の組成物は、必要とされる従来の組成物の加工、電気的
、および難燃性特性を少なくとも保持しながら、改善された膨れ抵抗性、寸法安定性、お
よび高温時機械的特性を有するポリアミド組成物を提供することで、従来のポリアミド組
成物を用いたハンダ付け照明構成要素に付随する問題を克服する。
【０１０８】
　本発明の組成物は、照明構成要素用途に適したポリアミド組成物に、改善された膨れ性
能を提供することが分かった。本発明の範囲内の組成物は、ＪＥＤＥＣ　２／２ａ膨れ試
験（ＩＰＣ／ＪＥＤＥＣ　Ｊ－ＳＴＤ－０２０Ｃ　２００４年７月）の要件に適合するこ
とが分かった。対照的に比較例は、いずれもこの業界基準に適合できなかった。
【０１０９】
　ＪＥＤＥＣレベル２は、８５℃および８５％相対湿度で１６８時間のサンプル馴化後、
リフローハンダ付け条件後に膨れが観察されなければ達成される。
【０１１０】
　ＪＥＤＥＣレベル２は、３０℃および６０％相対湿度で６９６時間のサンプル馴化後、
リフローハンダ付け条件後に膨れが観察されなければ達成される。
【０１１１】
　比較例の内、ポリアミド９Ｔベースの組成物を含んだＣＥ－Ｅは最良の膨れ性能を記録
したが、本発明の範囲内の組成物よりもなおかなり低かった。この所見は、ＣＥ－Ｅのよ
り低い水分吸収に基づいて予期される。実際、比較例中の膨れの結果から、膨れ性能と水
分取り込みレベルの間の相関が明らかになった。
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【０１１２】
　より少ない水分を吸収するより疎水性の高いポリアミドを製造することを通じて、改善
された膨れ性能が達成されるという教示はまた、テレフタル酸と１０～２０個の炭素原子
を有する脂肪族ジアミンとを含んでなるジカルボン酸モノマーから誘導される反復単位を
含んでなるポリアミド組成物（例えばＰＡ１０Ｔ）中の改善された膨れ性能を開示する、
上述の米国特許公開第６，１４０，４５９号明細書および国際公開第２００６／１３５８
４１号パンフレットにも存在する。したがって本発明の範囲内の実施例が、それらの比較
的高い水取り込みにもかかわらず、従来のポリアミドと比較して優れた膨れ性能を有する
ことは驚くべきことである。
【０１１３】
　比較の目的で述べると、引用した米国特許公開第６，１４０，４５９号明細書では、膨
れは４０℃、９５％ＲＨで９６時間の馴化後に、２５０℃までのピーク温度を適用して試
験された。これらの試験ではＰＡ６Ｔ／６６は２４０℃で既に不合格であり、ＰＡ６Ｔ／
Ｄ６は２１０℃にすら合格しなかった。
【０１１４】
　比較例とは対照的に、本発明の組成物は、ポリマー流と垂直および平行方向間の線熱膨
張率（ＣＬＴＥ）のより低い変動によって例証されるように、等方性挙動を示す。この低
い差違は反りを発生しにくい構成要素をもたらす。構成要素壁厚が削減される傾向にある
ため、この特質はますます重要になっている。同様の改善はまた、金型収縮性能に関して
も観察された。
【０１１５】
　同様に荷重たわみ温度（Ｔｄｅｆ）によって測定される高温時剛性は、ハンダ付け工程
中に遭遇する高温環境に薄壁構成要素が機械的に耐えられるようにするため、ますます重
要な要因になっている。本発明の組成物は改善された高温時剛性を示し、ＰＡ６６／６Ｔ
およびＰＡ９Ｔベースの組成物のＴｍとＴｄｅｆの間の約２０℃の差と比較して、構成要
素部品はそれらの融点の１１℃以内の負荷に耐える。
【０１１６】
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【表２】
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